
Séminaire scientifique
Procédés de packaging et d’interconnexions 

des composants électroniques

Vendredi 29 septembre 2017
10h00 à 12h00

Salle Loire - Site STMicroelectronics
10 rue Thalès de Milet

37100 Tours

Pour vous inscrire, merci de 
remplir ce formulaire.

Taiko et futures évolutions process pour 
l’amincissement des wafers
Thomas GUILLEMET - STMicroelectronics

Nouveaux procédés de wirebonding (titre à 
confirmer)
Marie PERROTEAU - Vermon

Etude de l’inter-diffusion Cu-Sn en 
microélectronique de puissance
Yousra BETTAHI - STMicroelectronics
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https://www.google.fr/maps/place/Stmicroelectronics/@47.4293139,0.6855957,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x42efdc97752be467!8m2!3d47.4293139!4d0.6855957
http://certem.univ-tours.fr/accueil/inscription-seminaire-scientifique-certem-573920.kjsp
http://certem.univ-tours.fr
https://fr.linkedin.com/company/certem
https://fr.linkedin.com/company/certem

